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Abstract (en)
[origin: WO9311550A1] There are various processes for making such silver contact bases which, however, are either very laborious in the
manipulation of the silver contact base and intermediate layer, the contact plate and the contact bearer and their soldering or are based on strip
material of suitable composition, rolling these strips on one another and cutting the edges. In the latter process, noble metal is wasted. To avoid
these drawbacks, according to the invention the solder is applied in the form of a platelet (6) before the actual process on the intermediate silver
layer (4). Here it is especially advantageous if this application is made by ultrasonic soldering. The invention is applicable to all silver contacts.

Abstract (fr)
Il existe différents procédés de fabrication de ces revêtements de contact en argent mais ces procédés comportent des opérations de manipulation
du revêtement de contact en argent, de la couche intermédiaire en argent, de la plaquette de contact et du porte-contact ainsi que des opérations
de soudage de ces pièces qui sont très fastidieuses, ou bien ils consistent à employer en premier lieu un matériau en bande de composition
appropriée, à laminer ces bandes l'une sur l'autre et à découper leurs bords. Ce dernier procédé produit cependant des déchets de métal noble.
Pour éviter ces inconvénients, il est prévu dans l'invention que la soudure sous la forme d'une plaquette (6) soit fixée sur la couche intermédiaire
d'argent (4) avant le processus proprement dit. Il est particulièrement avantageux que cette fixation s'effectue par soudage aux ultrasons. L'invention
s'applique à tous les contacts en argent.
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